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一、 国内直写光刻设备龙头，产品广泛用于 PCB 和泛半导体领域

 

1.1 公司以微纳直写光刻技术为核心进行设备应用拓展

芯碁微装成立于 2015年 6 月，2021 年 3 月在上交所科创板上市，总部位于安徽合肥。公司专业从事以微纳直写光刻为技

术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括 PCB 直接成像设备

及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统及相关售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节，可

适用从晶圆到玻璃基板、覆铜板、BT、ABF、陶瓷基板的各种应用场景曝光需求。直写光刻技术彼时在国内较少有人关注，

国内研发和产业化进程处于初级阶段，但技术壁垒高、前瞻性和前沿性好，行业空间广阔，提前布局使得公司成为国内最早

从事泛半导体领域直写光刻设备开发的企业之一。

图表1 芯碁微装主要产品及应用领域

 

  

 

  

1.2 PCB 设备是主力，同时泛半导体领域快速成长

公司深耕泛半导体直写光刻设备与 PCB 直接成像设备，已成长为国内直写光刻设备领军企业。在PCB 领域，公司直接成像

设备市场占有率不断提升，积累了健鼎科技、深南电路、鹏鼎控股、景旺电子、TTM 集团等一系列客户，实现了 PCB前 100

强全覆盖。同时在泛半导体领域，公司不断推出用于 IC、MEMS、生物芯片、分立功率器件等制造、IC 掩膜版制造、先进

封装、显示光刻等环节的直写光刻设备，应用场景不断拓展，积累了华天科技、维信诺、辰显光电、佛智芯、矽迈微、立德

半导体、华芯中源、泽丰半导体、亘今精密等客户。公司一方面把握客户产品高端化升级转型带来的设备更新需求，另一方

面，加强对新型显示、引线框架、新能源光伏等新兴领域内的客户开拓力度，推动直写光刻设备在上述领域内的渗透率提升。

在销售模式上，公司主要以内销且直销模式进行。同时，公司客户覆盖较广，自 2022年就加大了海外布局，成立了大客户

部，已经开拓了日本、韩国、越南等市场通道，加速海外市场拓展，出口订单表现良好。
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